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Szkliwo podstawowe
o podwyzszonej zawartoSci tlenku wapnia
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Przedmiotem wynalazku jest emalia szklista do
pokrywania .'Wyrobéw stalowych i Zzeliwnych,
zwlaszcza do pokrywania podstawowego.

Emalie szkliste -uzywane sa w wielu gateziach
wspolczesnej techniki do ochrony metali i stopéw
przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw korozyj-
nych.

Jednym z gléwnych wymagan stawianych ema-
liom szklistym jest roéwnoczesne uzyskanie projek-
towanych wtlasnosci uzytkowych oraz trwale po-
lgczenie z metalicznym podiozem. Emalia podsta-
wowa spelnia funkcje warstwy posredniej, tworzac
trwate wigzanie miedzy emaliag kryjaca i meta-
liccnym podtozem.

Wymienione wilasnoSci emalii podstawowej za-
pewnia tréjtlenek boru, wprowadzany w ilosci
15—25% wagowych. Dotychczas trojtlenek boru
wprowadzany jest do emalii za pomocg surowcow
chemicznych takich jak: boraks krystaliczny, rza-
dziej boraks bezwodny lub kwas bormy.

W zwigzku z deficytem chemicznych surowcow
borqwych istnieje tendencja do stosowania latwiej
dostepnych naturalnych surowcéw borowych lub
ich koncentratéw o podwyzszonej zawartosci tlen-
ku wapnia.

Znang rzeczg jest ograniczona mozliwo$é wpro-
wadzenia tlenku wapnia do emalii podstawowych
i kryjacych z wyjatkiem emalii pudrowych i kwa-
soodpornych.

Powszechnie stosowane i dotychczas zalecane w
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literaturze szkliwa do sporzadzania emalii podsta-
wowych zawieraja tlenek wapnia w iloSci ponizej
6% wagowych, wprowadzany w postaci fluorytu.
(A. A. Appen, Zaroodporne powloki nieorganiczne,
WNT, Warszawa 1970, s. 162). Najbardziej zblizone
do przedstawionego szkliwa jest szkliwo podstawo-
we ma bazie boranu wapnia wg patentu ZSRR
592, 772 z dn. 24.02.78 r. zawierajagce w swoim
skladzie nastepujace skladniki w proporcjach wa-
gowych:

SiO, 36 — 50
Al;Og 3 — 5
Na,O 11 — 19
B:Os 13 — 20
NiO : 1 . — 3
CaO 10 — 15
Fe,Os 15— 6
CoO 0,2 — 0,6

Powloki emalierskie z duzg zawarto$cia tlenku

2% wapnia formujg sie trudno i tworza wiele wad

emaliowania.
Podstawowe fizykochemiczne i technologiczne

wady tego typu powlok to:

®¥ @ konieczno$é makladania powlok o zwigkszonej
25

grubosci,
— waski interwal i wysoka temperatura wypa-

.4 lania,

— slaba tekstura powtloki,
— matla odporno$é termiczna,
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— ogdlnie wysoka sklonno$¢é do tworzenia wad
gotowego wyrobu.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie wymie-
nionych wad emalierskich i poprawa fizykochemicz-
nych wlasnosci szkliwa poprzez optymalizacje jego
sktadu chemicznego. Wskazany efekt osiaga sie
przez stosowanie do’ sporzgdzania emalii podsta-
wowej szkliwa podstawowego, zawierajgcego W
swoim sktadzie kontrolowane ilosci dwutlenku
krzemu, trojtlenku boru, tlenku wapnia, alkali,
dwutlenku tytanu, tlenkéw wigzgcych kobaltu i
niklu oraz trojtlenku glinu, dwutlenku manganu,
tlenku miedzi i fluoru.

Szkliwo podstawowe wg wynalazku zawiera:

SiOs 35 — 57% wag.
B,Os 12 —18
CaO 9 — 14
RO 12 —19
TiO, 0,5 — 6 ’
CoO 0,1 — 2 ’
NiO 02 — 2 "
i ponadto Al,Og 0— 5 '
MHOg 00— 6 2
CuO 0— 3 ’
F 0— 6 ’

Przy czym szkliwo podstawowe o optymalnym
sktadzie zawiera:

SiOg — 429% wag.
B0 — 155
Al,O3 — 25
TiOs — 3,0 ’
Cao - 124
R,0 — 185
NiO — 18 "
CoO — 05 ’
CuO — 0,5 ”
F — 25

Trojtlenek boru wprowadzany jest za pomoca
boranu wapnia np. o skladzie 43,06% B,Os, 34,68%
CaO i 22,26% H;O.

" Stapianie szkliwa prowadzone jest w piecach

10

15

30

35

49

4

gazowych lub elektrycznych w temperaturze 1150—
—1200°C. Granulacja szkliwa prowadzona jest spo-
sohem mokrym lub suchym.
Przedstawione optymalne szkliwo
podstawowe posiada hastepujgce wtasnosei:

emalierskie

— temperatura miekniecia (°C) — 540

— kat zwilzania (840°C, 6 min.) stopnie — 48

— wspétczynnik rozszerzalnosci cieplnej
(20—100°C), 3 X 107 X °C-1 — 290

Masa emalierska przygotowana wg znanych tech-
nologii zawiera nastepujace dodatki mliynowe:

szkliwo — 100 cze$ci wag.

glina emalierska — T, 5

kwarc mielony — 5 [N

elektrolity — 0,6, o

woda — 50 »

Powloka emalierska posiada nastepujace wias-
nosei:
— interwal wypalania (°C) — 810—880
— temperatura wypalania (°) — 850
— odporno$é termiczna (°C) — 400

©
Zastrzezenie patentowe
Szkliwo podstawowe o podwyzszonej zawartosci
CaO, zawierajgce jako glowny skladnik SiO, i
kontrolowane ilosci BgOs, CaO, R,O (R = Na, K,
Li) TiO, CoO, NiO oraz AlgOs, MnO,; CuO i F
znamienne tym, ze zawiera wymienione skladniki
wyrazone w procentach wagowych:

SiO, 35 — 57
B:0s 12 — 18
CaO 9 — 14
R,O(R=Na, K, Li) 12 — 19
TiOg 05— 6
CoO 0,1 — 2
NiO 02 — 2
Al,Og 0 — 5
MnO, 0 — 6
CuO 0 — 3
F 0 — 6
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